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서민석 연구소장 

Camtek Korea 

 

Biography 

서민석 박사는 한국과학기술원 재료공학과에서 박사 학위 취득 후 SK하이닉스에서 20년 이상 

RDL, Flip Chip, WLCSP, TSV 등의 Wafer Level Package기술과 제품을 개발 및 양산해 왔습니다. 현

재 그는 Camtek Korea R&D센터의 연구소장입니다. 

패키지 기술 관련 특허와 논문을 계속 발표해 왔으며, 학교와 기업체ㅃ에서 반도체 패키지 기술

에 대한 강의를 진행해 왔습니다. 그리고, ‘반도체 부가가치를 올리는 패키지와 테스트‘라는 반도

체 후공정 기술 서적의 저자입니다.  

 

2003년 – 현재 SEMI Korea Technical Symposium Package 분과 위원 

2024년 – 현재 Camtek Korea 연구소장 

2002년 – 2024년 SK 하이닉스 PKG개발 

2022년 KMEPS(Korea Micro Electronic Packaging Society) 기술상 

2015년 – 2021년 Marcus Who’s Who 세계 인명 사전 수록 

2015년 SEMI 공로상 수상 

2011년 – 2012년 뉴욕 Sematech 3D program 연구원 파견 



 

   

 

2000년 – 2002년 하이닉스 SRAM & Flash 공정 개발 

2000년 한국과학기술원 재료공학 박사 졸업 

 


